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(57)摘要

本发明属于PCB板生产技术领域，公开了一

种应用于PCB半塞孔溢油上焊盘的改善方法，包

括以下步骤：（1）确认PCB产品为半塞孔；（2）针对

PCB产品存在半塞孔位置，制作曝光资料制作；

（3）使用步骤（2）的曝光资料制作曝光菲林；（4）

使用步骤（3）制作的曝光菲林对PCB产品进行常

规曝光；（5）将步骤（4）曝光后的PCB产品正常显

影，显影水洗槽的温度控制在10℃至20℃之间。

本发明适用于所有PCB产品半塞孔设计的产品，

降低了因防焊显影后半塞孔溢油上焊盘而需褪

洗重工的流程成本,减少未经任何处理方式直接

二次防焊显影改善半塞孔溢油造成的防焊隔焊

脱落产品报废，或直接二次显影造成的防焊隔焊

发白引起的表面处理渗镀短路问题。
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1.一种应用于PCB半塞孔溢油上焊盘的改善方法，其特征在于，包括以下步骤：

（1）确认PCB产品存在半塞孔设计；

（2）针对PCB产品存在半塞孔位置，其曝光资料制作如下：确认出半塞孔的位置，对于半

塞孔的防焊开窗面次，在半塞孔的孔中心位置设计一个十字形的非开窗，对于半塞孔的防

焊不开窗面次，半塞孔位置设计为非开窗；

（3）使用步骤（2）的曝光资料制作曝光菲林；

（4）使用步骤（3）制作的曝光菲林对PCB产品进行常规曝光；

（5）将步骤（4）曝光后的PCB产品正常显影，显影水洗槽的温度控制在10℃至20℃之间；

所述步骤（2）中的十字形的非开窗由长2mil、宽1mil的两个矩形90度垂直相交而成；

所述步骤（4）常规曝光至步骤（5）正常显影时间不超过12小时。
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一种应用于PCB半塞孔溢油上焊盘的改善方法

技术领域

[0001] 本发明属于PCB板生产技术领域，具体涉及一种应用于PCB半塞孔溢油上焊盘的改

善方法。

背景技术

[0002] 随着科技的不断发展，人民生活水平的不断提高，电子产品的发展也逐渐的兴盛

起来，电子产品也越来越影响人民的生活，以印制电路板（PCB）为骨架的电子装联技术也慢

慢的逐渐的兴起。电子装联技术中，大量的采用焊锡贴片的工艺，为保证PCB产品的焊锡贴

片的焊件的导通性和良好的散热效果，会在贴片的焊件下采用机械钻孔+孔铜电镀的工艺

保证其导通和散热；为保证能够充分的连接导通，在电子零件贴片前，需在PCB的焊盘上印

刷一层锡膏，而印刷锡膏，此位置的孔若设计为通孔，则锡膏极易流至另一面次，导致焊件

短路，引起信赖性问题，故此类孔多设计为半塞孔，为降低产品的成本，多采用防焊半塞孔

的方式。

[0003] 在PCB产品制作中，防焊油墨塞孔后，因表面油墨内的溶剂会在防焊预烘时大部分

挥发掉，而孔内油墨因在面油下且裸露窗口较小，同时孔内油墨较厚，故而溶剂挥发量比较

少；孔内油墨就较明显的表现为固液两相性或更相像于塞孔时的油墨；防焊曝光时半塞孔

非开窗面次经光化学单体发生聚合反应，而半塞孔开窗面次未经曝光，油墨中的单体呈游

离态（包含孔内的油墨）；经显影时，半塞孔上的面油被显除，孔内油墨露出，因孔内油墨仍

存有大量的溶剂，物理学特征粘度较高，温度较高的液态环境下极易游离，同时因孔内油墨

较厚，显影无法完全去除未反应的孔内油墨（另一面次已曝光，无法去除），故经显影水洗

时，孔内油墨极易从孔内溢出，又因为孔内油墨粘度高，较容易反粘在孔口，形成半塞孔溢

油上焊盘状况，造成焊接不良问题。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于克服现有技术中存在的不足，提供了一种应用于PCB半塞孔溢

油上焊盘的改善方法，降低了因防焊显影后半塞孔孔口溢油上焊盘需褪洗返工的流程成

本，减少人员修补的人工成本。

[0005] 按照本发明的技术方案，所述应用于PCB半塞孔溢油上焊盘的改善方法，包括以下

步骤：

[0006] （1）确认PCB产品存在半塞孔设计；

[0007] （2）针对PCB产品存在半塞孔位置，其曝光资料制作如下：确认出半塞孔的位置，对

于半塞孔的防焊开窗面次，在半塞孔的孔中心位置设计一个十字形的非开窗，对于半塞孔

的防焊不开窗面次，半塞孔位置设计为非开窗；

[0008] （3）使用步骤（2）的曝光资料制作曝光菲林；

[0009] （4）使用步骤（3）制作的曝光菲林对PCB产品进行常规曝光；

[0010] （5）将步骤（4）曝光后的PCB产品正常显影，显影水洗槽的温度控制在10℃至20℃
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之间。

[0011] 进一步的，所述步骤（2）中的十字形的非开窗由长2mil、宽1mil的两个矩形90度垂

直相交而成。

[0012] 进一步的，所述步骤（4）常规曝光至步骤（5）正常显影时间不超过12小时。

[0013] 本发明的有益效果在于：降低了因防焊显影后半塞孔溢油上焊盘而需褪洗重工的

流程成本,  减少未经任何处理方式直接二次防焊显影改善半塞孔溢油造成的防焊隔焊脱

落产品报废，或直接二次显影造成的防焊隔焊发白引起的表面处理渗镀短路问题；对于改

善半塞孔开窗面次孔内油墨溢油上焊盘问题提供的设计方法，降低了产品的报废成本；针

对所有PCB产品半塞孔设计的产品皆适用。

具体实施方式

[0014] 下面结合具体实施例对本发明作进一步说明。

[0015] 实施例一

[0016] 一种应用于PCB半塞孔溢油上焊盘的改善方法，包括以下步骤：

[0017] （1）确认PCB产品存在半塞孔设计；

[0018] （2）针对PCB产品存在半塞孔的位置，其曝光资料制作如下：确认出半塞孔的位置，

对于半塞孔的防焊开窗面次，在半塞孔的孔中心位置设计一个十字形的非开窗，所述十字

形的非开窗由长2mil、宽1mil的两个矩形90度垂直相交而成；对于半塞孔的防焊不开窗面

次，半塞孔位置设计为非开窗；

[0019] （3）使用步骤（2）的曝光资料制作曝光菲林；

[0020] （4）使用步骤（3）制作的曝光菲林对PCB产品进行常规曝光；

[0021] （5）将步骤（4）曝光后的PCB产品正常显影，显影水洗槽的温度控制在10℃至20℃

之间，避免了油墨中的的单体成分在高于25℃的时候会出现其物理学上物相的溶化，在水

洗槽中会让孔内油墨中的单体溶化溢出反粘孔口形成溢油上焊盘的问题；步骤（4）常规曝

光至步骤（5）正常显影时间不超过12小时。

[0022] 本发明半塞孔的防焊开窗面次的孔中心采用十字形的非开窗，油墨在显影时，在

此位置已曝光的油墨会形成感光阻挡，减少药水对“十”字下面位置的药水侵入，从而减少

孔内油墨被过度的药水反应，造成油墨溢出，同时此位置的面油下的塞孔油墨也经微曝光

的方式形成感光阻挡，既减少药水置换，亦可减少孔内油墨溢出；显影时此位置只是为减少

药水对油墨反应形成的置换，不可以将十字形的油墨曝死在此位置形成外观异常，需显影

冲刷去除，行业内油墨下的Undercut大小普遍为0.5mil‑1mil，为保证十字形的油墨冲刷去

除，故其宽度最大不超过1mil（单边0.5mil），十字形的非开窗采用长2mil、宽1mil的两个矩

形90度垂直相交的方式，可保证裸露出的位置全部0 .5mil，中心相交位置1mil（单边

0.5mil），既可以改善孔内油墨过度显影溢出，又可显影去除。其他形状的效果相较于十字

形设计，能力较弱。

[0023] 本发明仅对有防焊半塞孔设计的PCB产品，防焊曝光资料半塞孔开窗面次进行设

计调整，不增加任何流程成本；而降低了因防焊显影后半塞孔孔口溢油上焊盘需褪洗返工

的流程成本,  减少人员修补的人工成本，避免直接二次显影造成的防焊隔焊发白引起的表

面处理渗镀短路问题。
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